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1.1 ANWENDUNGSBEREICH

Dieses Dokument beschreibt die Zustände „Anzustreben“ [Idealzustand], „Zulässig“ und „Fehler“, die an unbestückten Leiterplatten im
Innern oder auf der Oberfläche beobachtbar sind. Es beschreibt die visuelle Darstellung von Mindestanforderungen, wie sie in diversen
Leiterplattenspezifikationen wie der IPC-6010-Serie, J-STD-003, u. a. dargelegt werden.

1.2 ZWECK

Die Bilder in diesem Dokument zeigen spezifische Merkmale der Anforderungen der geltenden IPC-Spezifikationen. Um den Inhalt
dieses Dokumentes richtig anzuwenden und zu nutzen, sollte die Leiterplatte den Designanforderungen des zutreffenden Dokuments der
IPC–2220-Serie und den Leistungsanforderungen des zutreffenden Dokuments der IPC- 6010-Serie entsprechen. Falls die Leiterplatte
diese oder äquivalente Anforderungen nicht erfüllt, sollten die Abnahmebedingungen zwischen Anwender und Lieferant vereinbart werden
(As Agreed Between User and Supplier, AABUS).

1.3 ERLÄUTERUNGEN ZU DIESEM DOKUMENT

Die Merkmale sind in zwei allgemeine Gruppen unterteilt:

• Äußerlich beobachtbare Merkmale (Abschnitt 2)

• Im Innern beobachtbare Merkmale (Abschnitt 3)

„Äußerlich beobachtbare Merkmale“ sind Eigenschaften oder Fehler, die auf oder außerhalb der Oberfläche der Leiterplatte
gesehen und bewertet werden können. In einigen Fällen, z. B. bei Fehlstellen oder Blasenbildungen, ist das Merkmal an sich im
Inneren der Leiterplatte, aber von außen erkennbar.

„Im Innern beobachtbare Merkmale“ sind Eigenschaften oder Fehler, die ein Schliffbild der Testprobe oder andere Bearbeitungen
für die Entdeckung und Bewertung erfordern. In einigen Fällen sind diese Eigenschaften zwar äußerlich sichtbar, erfordern aber ein
Schliffbild, um die Akzeptanzkriterien beurteilen zu können.

Die Testproben sollten während der Prüfung so beleuchtet werden, dass eine wirksame Untersuchung gewährleistet ist. Die Beleuchtung
sollte so gestaltet werden, dass kein Schatten auf den zu prüfenden Abschnitt fällt, außer dem, der durch den Prüfling selbst erzeugt wird.
Die Anwendung von polarisiertem Licht und/oder Dunkelfeld-Beleuchtung wird empfohlen, damit stark reflektierendes Material während
des Prüfvorgangs nicht blendet.

Die Illustrationen in diesem Dokument stellen spezifische Merkmale dar, die sich auf Überschrift und Untertitel jeder Seite beziehen, mit
einer kurzen Beschreibung des zulässigen und des fehlerhaften Zustandes für jede Produktklasse (siehe 1.4). Die visuellen Qualitäts-
Abnahmekriterien sind als Hilfsmittel gedacht, um die Bewertung visueller Abweichungen vornehmen zu können. Die Zeichnungen und
Fotografien des jeweiligen Zustandes beziehen sich auf spezifische Anforderungen. Bei den aufgeführten Eigenschaften handelt es sich
um solche, die durch Sichtprüfung und/oder durch Messung von visuell beobachtbaren Merkmalen bewertet werden können.

Unter Berücksichtigung der Anforderungen von Anwendern sind in diesem Dokument grundlegende sichtbare Merkmale für das Personal
in der Fertigung und Qualitätssicherung aufgeführt.

Dieses Dokument kann nicht alle Zuverlässigkeitsfragen der Leiterplattenbranche abdecken. Deshalb müssen Eigenschaften, die hier
nicht aufgeführt sind, zwischen Anwender und Hersteller gesondert vereinbart werden (AABUS). Die Bedeutung dieses Dokuments liegt
in seiner Anwendung als Basisdokument, das durch Erweiterungen, Ausnahmen und Variationen für spezielle Anwendungen modifiziert
werden kann.

Wenn eine Entscheidung hinsichtlich Annahme oder Rückweisung getroffen wird, ist die Rangfolge geltender Dokumente entsprechend zu
berücksichtigen.

Dieses Dokument ist ein Hilfsmittel zur Beobachtung von Produktabweichungen, die sich durch Schwankungen in den Prozessabläufen
ergeben. Siehe IPC-9191.

IPC-A-600 ist ein nützliches Hilfsmittel für das Verständnis und die Interpretation der Ergebnisse automatisierter Inspektions-
Technologie (Automated Inspection Technology, AIT). Diese kann für die Bewertung vieler Abmessungsmerkmale, die in diesem
Dokument abgebildet sind, angewendet werden.

IPC-9191 ist ein nützlicher Leitfaden für die Fehlerfindung bei Problemen, Identifizierung von Fehlerursachen und möglichen
Korrekturmaßnahmen, die sich auf die Herstellungsprozesse von Leiterplatten beziehen.

1.4 KLASSIFIZIERUNG

Dieses Dokument berücksichtigt, dass elektrische und elektronische Produkte einer Klassifikation entsprechend der vorgesehenen
Anwendung des Endprodukts unterliegen. Drei allgemeine Klassen für Endprodukte wurden festgelegt, um den Unterschieden hinsichtlich
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